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ASIC oder COT?

Jede Kombination ist moglich

Toshiba Electronics hat vor kurzem eine hybride Methodik fiir 130-
und 65-nm-HF-Designs vorgestellt, bei der der COT- und der ASIC-
Ansatz kombiniert sind. Dieser Ansatz kann aber auch fiir ganz an-

dere Produkte genutzt werden.

»Ein “hybrider Ansatz” beschrinkt
sich natiirlich nicht nur auf HF-An-
wendungen, sondern grundsatzlich
eignet er sich fiir alle Produkte, bei
denen Full-Custom-Bldcke auf Kun-
denseite entwickelt werden sollen
oder miissen«, erldutert Rainer Ki-
se, Senior Manager in der Customer
S50C Unit bei Toshiba Electronics,
den Grundgedanken des hybriden
Geschdftsmodells. Das kann bei-
spielsweise bei Frontend-Blicken
fir die drahtgebundene Kommuni-
kation (Powerline, “any-wire”, Ser-
Des fiir Hochgeschwindigkeits-
tibertragungen usw.) der Fall sein.
Aber auch bei speziellen digitalen
Strukturen im Kernbereich eines
SoCs kann dieser Ansatz von Vor-
teil sein, und zwar genau dann,
wenn diese Strukturen durch den
Full-Custom-Ansatz entweder erst
ermoglicht werden oder durch ein
Full-Custom-Design schneller
und/oder kleiner und/oder verlust-
leistungsdrmer werden konnen. In
diesem Zusammenhang verweist
Kase als Beispiel auf programmier-
bare Datenpfadprozessoren oder
FPGAs. Grundsatzlich ist das hybri-
de Modell ein effizienter Ansatz,
wenn die entscheidende Kernkom-
petenz des Kunden im Bereich die-
ser IPs liegt.

Laut Kdse waren diese Kunden
bisher gezwungen, das COT-Modell
einer Foundry zu verwenden, um
ihre Kernkompetenz einzubringen.
Denn nur in diesem Fall konnten
sie ihre Kompetenzblicke selber
entwickeln. »Dafiir mussten sie
aber auch alle weiteren allseits be-
kannten Nachteile des COT-Modells
in Kauf nehmen.« Das mag fiir 180-
nm-Prozesstechnologien noch ge-
klappt haben. Aber mit kleineren
Prozessen sind laut Kdse die Inves-
titionen in Bibliotheken, 1P, Tools,
Operations (Qualifikation, Logistik,
Quality&Reliability, Failure return
usw) mittlerweile so grof, dass das
klassische COT/Foundry-Modell ei-
gentlich nur fiir wenige sehr grofle
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fabless ASSP-Firmen oder fiir Fab-
lite IDMs in Betracht kommt. Dabei
ist das Risiko, das mit solchen De-
signs verbunden ist, noch gar nicht
in Betracht gezogen.

Speziell wenn es um Startups
geht, bezweifelt Kdse, dass dieses
Modell noch linger Giiltigkeit ha-
ben wird. Denn er hélt es fiir sehr
unwahrscheinlich, dass ein Ventu-
re Capital Geber »in Zukunft noch
iiber 100 Mio. Dollar investieren
wird, damit ein Startup in zwei bis
drei Jahren sein Produkt von der
Idee in die Massenproduktion tiber-
fiihrt«, so Kdse. Seiner Aussage
nach flieft von diesen 100 Mio.
Dollar ein nennenswerter Anteil in
Layout Tooling/Service, IPs und
speziell in den Aufbau von Imple-
mentierungs- und Operations- Er-
fahrungen, also alles Bereiche, mit
denen sich eine Startup-Firma nicht
differenzieren kann. Kise folgert:
»Ein Modell, bei dem das Startup
und sein Wagniskapitalgeber einen
Festpreis an einen erfahrenen Part-
ner zahlt, der alle Services und Ak-
tivitdten {ibernimmt, die nicht zur
Kernkompetenz des Startups geho-
ren, wird in Zukunft sicher an Be-
deutung gewinnen.«

Will ein Unternehmen ein hybri-
des Modell anbieten, so haben aus
der Sicht von Kése Firmen wie Tos-
hiba den Vorteil, dass sie sowohl
Foundry als auch IDM sind. Denn
damit kénnen sie ihre Erfahrungen
als Foundry-Anbieter mit denen des
IDMs und ASSP-Herstellers ver-
kniipfen. Damit seien einerseits
sehr attraktive Volumenpreisen
mdglich, andererseits verfiigen sol-
che Unternehmen auch tiber De-
sign-Kits und ein IP-Lineup, »die
aufgrund der Erfahrung genau auf
die Bediirfnisse der Kunden zu-
rechtgeschnitten sind«, erklart Ka-
se,

Man mag einwenden, dass ein
ASIC-Anbieter niemals komplett
die Yield-Verantwortung fiir Teile
eines Kundendesigns iibernehmen

ey

kann, die mit der Full-Custom-Me-
thodik entwickelt wurden. Aber
auch hier hat Toshiba technische-
und kommerzielle Losungen gefun-
den, die dieses Problem umgehen.
Kdse: »Toshibas Erfahrung als IDM
hilft, fiir jedes Projekt die beste Lo-
sung zu entwickeln, das gilt im Ub-
rigen auch fiir die Problematik des
Testes. In den meisten Féllen kann
der Massenproduktionstest auf di-
gitalen Testern unter Zuhilfenahme
von Konzepten wie BIST, Loopback
durchgefiihrt werden. Fiir weiter-
gehende Anforderungen stellt Tos-
hiba auch analoge und HF-Test-Ka-
pazititen zur Verfiigung, oder er-
laubt dem Kunden, seine eigene
Testumgebung zu verwenden.«

Ralner Kiise, Toshiba Electronics
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Kein klarer Trend
erkennbar

Laut Kdse sind in den Regionen
derzeit unterschiedliche Trends bei
Produkten in fortschrittlichen Tech-
nologien erkennbar. So dominiere
in Japan ein eher klassisches ASIC-
Maodell. »In Europa und Nordame-
rika gehen die groffen OEMs dazu
tiber, nur noch Spezifikationen zu
entwickeln. Sie erwarten von ASSP-
Firmen die Entwicklung von Pro-
dukten, die vom OEM dann als
ASSP eingekauft werden konnen.«
Andererseits gibt es aber auch
OEMs, die das Chipdesign in Zu-
kunft selber durchfiihren wollen
und in interne Design-Zentren in-
vestieren. Kdse: »Es ist noch nicht
absehbar, ob sich bei 28 und 20 nm
einer dieser Ansdtze durchsetzen
wird. Was aber klar ist: Das Hybri-
de Modell wird in jedem Falle not-
wendig sein.« (st) W
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